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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月22日(2013.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加速度を感知するように適合されたトランスデューサであって、
　第１表面を有する第１基板と、
　前記第１表面に可動に接続され、前記第１基板の第１表面から離間された第１試験質量
と、
　第２表面を有する第２基板であって、該第２表面が前記第１表面に向き合うように前記
第１基板に接続された第２基板と、
　前記第２表面に可動に接続され、前記第２基板の前記第２表面から離間された第２試験
質量と、
　前記第２試験質量は、第１試験質量に向き合って配置されることと、
を備えたトランスデューサ。
【請求項２】
　前記第２試験質量は、回転軸に対して移動するように適合され、
前記トランスデューサがさらに、
前記第２基板の前記第２表面に形成され、前記第２試験質量に回転可能に接続されるアン
カーシステムであって、
前記アンカーシステムは、前記第２基板の前記第２表面と垂直な方向の前記加速度に応答
して、前記第２試験質量が前記回転軸の周囲を回転することを可能にする、
請求項１記載のトランスデューサ。
【請求項３】
　前記第２試験質量が第１端部、第２端部、前記回転軸および前記第１端部との間に形成
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された第１区分、前記回転軸および前記第２端部との間に形成された第２区分を含み、前
記第１区分が前記第２区分より大きな質量を示し、
前記トランスデューサが、
前記第２基板の前記第２表面に形成された第１電極素子および第２電極素子を含み、前記
第１電極素子は前記第１区分に向き合い、前記第２電極素子は前記第２区分に向き合い、
前記第１電極素子および前記第２電極素子はそれぞれ、前記第２表面と垂直方向の前記加
速度を感知するように適合される、
請求項２記載のトランスデューサ。
【請求項４】
　請求項２記載のトランスデューサにおいて、前記トランスデューサが、
　前記第１基板の前記第１表面に形成された固定感知フィンガーであって、
第２試験質量が前記固定感知フィンガーの第１部分と反対の関係に配置されることと、
　前記第２表面に接続され、前記第２基板の前記第２表面から離間配置された第３試験質
量と、前記第３試験質量は前記固定感知フィンガーの第２部分と反対の関係にあることと
、
　前記第２基板の前記第２表面に形成され、第２回転軸において前記第３試験質量に回転
可能に接続される第３アンカーシステムであって、
　前記第３アンカーシステムは、前記第２表面と垂直な方向の前記加速度に応答して前記
第３試験質量が前記回転軸周囲を回転可能にすることと、
をさらに含むトランスデューサ。
【請求項５】
　前記第１試験質量および前記第２試験質量の両者が中に配置される密封チャンバを形成
するために、前記第２基板が前記第１基板に接続される、
請求項１記載のトランスデューサ。
【請求項６】
　加速度を感知するように適合された微小電子機械システム（ＭＥＭＳ）トランスデュー
サを製造する方法において、
　前記加速度を感知するように適合された第１センサを形成するステップであって、
前記第１センサが第１表面、前記第１表面に可動に接続され、第１基板上に離間された状
態で配置された第１試験質量、および前記第１表面に形成された第１固定電極を有するス
テップと、
　前記加速度を感知するように適合された第２センサを形成するステップであって、
前記第２センサが、第２表面、前記第２表面に可動に接続され、前記第１表面上に離間さ
れた状態で配置された第２試験質量、および前記第２表面に形成された第２固定電極を有
するステップと、
　前記第１センサおよび前記第２センサを形成した後、前記第２表面が前記第１表面に向
き合うように、かつ前記第２試験質量が第１試験質量に対面して配置されるように第２基
板を前記第１基板に接続するステップと、
を含む方法。
【請求項７】
　前記第１試験質量および前記第２試験質量が配置された密封チャンバを形成するために
、前記接続ステップが前記第２基板を前記第１基板に接続する、
請求項６記載の方法。
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